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全国政协副主席万钢视察深圳第三代半导体研究院 

 

2019 年 2 月 22 日下午，全国政协副主席、致公党中央主席、

中国科学技术协会主席万钢实地考察了位于南方科技大学台州楼

的深圳第三代半导体研究院的建设情况，随后在台州楼会议室进

行调研座谈。 

 

座谈会上深圳第三代半导体研究院院长赵玉海、联盟理事长

吴玲介绍了深圳第三代半导体研究院的基本情况。万钢对深圳第

三代半导体研究院的建设情况给予高度评价，希望研究院加强研

究和人才队伍建设，积极推动产学研用，鼓励进一步解放思想、

大胆探索，积极服务粤港澳大湾区建设，开展关键领域核心技术

重大攻关，为国家解决重大科技难题。 
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联盟发布《2018 第三代半导体产业发展报告》 

 

2019 年 1 月，联盟正式发布了《2018 第三代半导体产业发展

报告》。报告发布了第三代半导体产业发展的最新进展及数据统计，

对政府、行业、企业具有良好的指导及参考价值。 

 

报告指出，在国内市场环境偏紧和国际形势紧张的大背景下，

我国第三代半导体产业继续向前推进。据初步统计，2018 年我国第

三代半导体整体产值约为 7423 亿元（包括半导体照明），较 2017 年

同比增长近 13%。其中电力电子产值规模近 12.3 亿元，较上年增长

23%以上；微波射频产值规模 36.7 亿元，较上年增长了 20%；光电

（主要为半导体照明）产业规模为 7374 亿元，较上年增长近 13%。 
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2018 年我国 SiC、GaN 电力电子产业和微波射频产业产值 

数据来源：CASA 

2018 年是第三代半导体产业发展重要窗口期，创新发展时机日

趋成熟，众多企业积极布局，产业链条已经形成。当前，我国第三

代半导体产业发展初步形成了京津冀、长三角、珠三角、闽三角、

中西部等五大重点发展区域。从 2015 年下半年至 2018 年底，已披

露的第三代半导体项目投资总额来看，五大地区的投资额占比分别

为长三角区域（63%）、中西部区域（14%）、京津冀区域（6%）、闽

三角区域（5%）、珠三角区域（2%）。长三角地区第三代半导体产

业集聚能力凸显，投资总额 607 亿元，其中，2018 年投资总额超过

550 亿元（其中积塔半导体的 359 亿元投资以 Si 电力电子器件产线

为主）。北京、深圳、厦门、泉州、苏州等代表性城市在 2018 年深

入部署、多措并举，有序推动第三代半导体产业发展。 
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2015 年下半年-2018 年各区域项目投资分布情况 

注：中西部地区以成都、重庆、西安为核心城市结点。 

资料来源：CASA 

CASA 统计，2018 年国内市场 SiC、GaN 电力电子器件的市场

规模约为 28 亿元，同比增长 56%，预计未来五年复合增速为 38%，

到 2023 年 SiC、GaN 电力电子器件的市场规模将达到 148 亿元。 

 
2016~2023 年我国 SiC、GaN 电力电子器件应用市场规模预估（亿元） 

数据来源： CASA 

总体而言，我国第三代半导体技术和产业都取得较好进展，但

在材料指标、器件性能等方面与国外先进水平仍存在一定差距，市

场继续被国际巨头占据，国产化需求迫切。 
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第三届 CASA 青芯沙龙在深圳召开 

----推动技术研判与人才培养 助力产业快速健康发展  

 

2019 新年伊始，联盟青年创新促进委员会（以下简称“青委

会”）与深圳第三代半导体研究院联合在深圳召开了第三届青芯

沙龙，本次沙龙的主要任务是开展技术路线图的研究制定，讨论

人才培养方案。会议到得了深圳市龙华区组织部的支持。 

联盟指导委员会常务副主任、深圳第三代半导体研究院赵玉

海院长，科技部材料处曹学军处长，龙华区科技创新局科协工作

部负责人张巍，龙华区经济促进局企业服务中心副主任林山，龙

华区委组织部人才人事服务中心主要负责人江平，联盟吴玲理事

长、于坤山秘书长以及来自业界的约 120 多位青年专家共同出席

了活动。青委会共同主任、北京大学王新强教授主持了会议。 

 

会议现场 
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会上为了凝聚全国乃至全球的科技创新人才落户深圳龙华，

龙华区科技创新局科协工作部负责人张巍，龙华区经济促进局企

业服务中心副主任林山，龙华区委组织部人才人事服务中心主要

负责人江平，与深圳第三代半导体研究院赵玉海院长，联盟吴玲

理事长在会上共同启动了龙华区“卓越创新青年”科技人才评选

项目。 

 

第三届青芯沙龙合影 

2019 年青委会主要在推动人才提升工程、支撑关键技术研

判、参与国家计划项目、促进科技成果转化、开展学术交流活动 4

个重点方向进行工作安排。基于目前第三代半导体人才短缺的问

题，2019 年青委会设立了 “校企联合人才培养项目” 赵玉海、

吴玲、青委会共同主任、浙江大学盛况教授共同为第一批校企联

合人才培养项目导师代表颁发了证书。 

赵玉海院长、盛况教授、闫春辉博士、张进成教授以及联盟

专利委员会副主任汪勇等做了报告，会上还就 Micro-LED、微波射

频两个技术路线图进行了讨论与分工。 
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CASA 召开标准化委员会管理委员会第一届第三次会议 
 

2019 年 1 月 17 日，联盟标准化委员会管理委员会第一届第三

次会议在深圳召开。CASA 标准化委员会管理委员会委员（CASAS）

及标准起草小组成员 30 余家单位的 50 余人参加了本次会议。深

圳基本半导体有限公司承办了此次会议。 

 

会议上讨论了《宽禁带半导体术语》、《GaN HEMT 电力电子

器件通用技术标准》、《SiC MOSFET 场效应晶体管测试方法》、

《电动汽车用 SiC MOSFET 功率模块评测规范》等四项标准提案。 

与会领导嘉宾纷纷就第三代半导体器件标准布局、汽车行业

应用现状及前景、标准的前瞻创新性与市场的平衡等问题展开了

热烈的讨论，与会领导嘉宾表示将在今后的工作中积极参与贡献

力量，大家认为标准化工作要继续把标准创新和标准化应用摆在

核心位置，着力解决行业最迫切需求，要加强与各相关企事业单
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位部门的密切配合，形成工作合力，共同推动标准创新工作开

展。2018 年 CASAS 发布了 4项标准、1项技术报告，实践了

《CASAS 管理和标准制修订细则》，秘书处和成员单位之间初步建

立了标准的互动关系，管理委员会委员逐步稳定，十余家深入参

与起草的单位，基本形成了第三代半导体标准化工作的有生力

量，在各成员单位的支撑下，推动科技成果转化为技术标准。

2019 年探索推动科技成果产业化的机制，电力电子器件标准基本

布局，在应用方面启动电动汽车应用电力电子器件标准，为“以

应用为牵引”、“全产业链布局”的标准制定奠定良好的基础。 
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第三代半导体电力电子器件测试评价平台建设取得丰硕成果 

2019 年 2 月，由联盟承担的北京市科委立项课题“第三代半

导体电力电子器件测试评价平台建设”（编号：

Z171100002017005）成功完成结题验收，并取得了丰硕成果。 

本项目梳理了第三代半导体电力电子相关的标准体系、国内

相关测试机构的测试能力，发布了《第三代半导体电力电子标准

体系研究报告》、《第三代半导体电力电子产业测试条件和能力

报告》；对第三代半导体电力电子标准体系建立与标准制定、测

试平台建设、检测服务体系的建立进行了研究；发布了 CASA001-

2018《SiC 肖特基势垒二极管通用技术规范》，立项 T/CASA005-

201X《GaN HEMT 电力电子器件测试方法》、T/CASA006-201X《SiC 

MOSFET 测试方法》，并形成标准草案。 

通过本项目，联盟联合了中国电子科技集团公司第十三研究

所检测中心、中国科学院电工研究所高频场控功率器件及装置产

品质量检验中心、中国科学院半导体研究所集成技术工程研究中

心、中国科学院微电子研究所高频高压器件与集成研发中心、北

京工业大学功率半导体器件与功率集成电路实验室 5家单位，完

善并建立了第三代半导体电力电子测试比对平台。 
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